（B4P1）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审部分 8
	叠层
	20190111
	工程

	CAM部分 2
	凹蚀
	20190111
	工程

	共用部分 11.
	标记
	20181124
	标记

	预审部分 4.
	工程制作
	20180803
	/

	预审部分 4.
	工程制作
	20180820
	/

	公共部分 10
	工程制作
	20190326
	印制板周期

	公共部分 11
	工程制作
	20190326
	测试条周期

	公共部分 2
	工程制作
	20190504
	塞孔备注

	公共部分 12
	工程制作
	20190504
	铜包覆厚度

	公共部分 13
	工程制作
	20190504
	陶瓷磨板备注

	公共部分 15
	工程制作
	20190508
	提供光绘和贴片

	公共部分 15
	工程制作
	20190802
	所有板提供光绘文件

	公共部分 15
	工程制作
	20190904
	所有板提供光绘文件

	公共部分 16
	白油块要求
	20191023
	B4P1栾海娟2019-10-10

	预审部分：8
	取消CORE+CORE叠层结构要求
	20200916
	周炜专

	公共部分：9
	凹蚀深度
	20200922
	凹蚀深度5~20um

	公共部分：2
	塞孔要求
	20210123
	塞孔饱满度≥60%

	公共部分：9
	凹蚀深度
	20210123
	凹蚀深度5~40um

	CAM部分：1
	盖覆铜要求
	20210123
	添加盖覆铜要求

	CAM部分：6
	工程制作
	20210123
	最小绝缘电阻100MΩ

	FPC要求：5
	工程制作
	20210123
	添加点胶要求

	公共部分：9
	凹蚀孔径
	20210517
	张继家 2021-01-04

	公共部分：3
	过孔工艺
	20210709
	张继家 2021-01-04

	CAM部分：1. 2.
	新流程
	20210710
	宇航级订单新流程-魏礼忠

	公共部分 11
	B4P1测试条
	20211124
	谢寻

	公共部分 2
	孔内藏锡珠改善③
	20220107
	P6工艺部丁齐齐

	CAM部分 2
	删除凹蚀流程说明
	20220113
	侯代翔

	公共部分 16
	白油块要求
	20220118
	刘莉梅

	FPC要求：5.6.7.
	点胶、板材
	20220125
	《JXT2020-039技术质量协议》的补充协议20211221张继家2021-12-21110006军品顾客质量要求评审表

	公共部分 17
	分板方式
	20220418
	B4P1关于V-CUT拼板的补充说明张继家2022-04-131

	公共部分 17
	删除 分板方式
	20220516
	张继家

	FPC要求:8
	带工艺边的刚挠结合板流程调整：
	20220803
	崔爱华

	公共部分2、②、③
	过孔工艺
	20220811
	崔爱华

	预审部分第1点
FPC第3、5点；


	覆盖膜延伸入进刚性区单边由≥0.5改为≥0.635mm
	20221109
	关于执行GJB7548A-2021新标准的通知张继家2022-06-11110006军品顾客质量要求评审表

	预审部分第8点
	厚铜阻焊厚度
	20221205（崔爱华）
	崔爱华

	公共部分2. ①②③⑥；MI备注3）
	过孔绿油塞孔的要求；成品孔径改为原始孔径
	20230208（崔爱华）
	品质部王霞

	CAM第3点
	白油块制作要求
	20230807
	品质部王霞

	第2.⑥、3;MI第9、10点
	过孔阻焊塞孔要求塞孔金相凹陷深度和气泡在板厚方向长度由30%改为≤40%;孔径小于0.5的孔径公差差；铣板后按编号顺序周转；18um铜箔不允许返工；删除MI部分8.1点合拼到MI第11点
	20240111
	二〇〇厂技术质量协议书-JXT2023-047张继家2023-12-20110006军品顾客质量要求评审表

	预审6.  2）3）
	复投单-过孔工艺
	20240711
	品质管理部-胡广群

	公共部分11

公共部分6
	孔铜从预审部分移到公共部分，取消凹蚀2116、3313的限制条件
	20241026
	谢寻

	备注
	禁止阻焊塞孔
	20241108
	谢寻

	公共部分2、⑦

公共部分10
	油墨入孔

孔铜从预审部分挪到公共部分
	20241112
	谢寻

	/
	研发订单(也需要做凹蚀，其余项忽略此协议)
	20241115
	崔爱华

	公共部分2. ③
	过孔阻焊塞孔的处理方法
	20241119
	200厂客规隗志鑫2024-11-08110006军品顾客质量要求评审表

	公共部分7.1)~7.4)
	序列号补充说明
	20250623
	B4P1增客规赵强磊2025-06-17110006军品顾客质量要求评审表

	公共部分7.4.c)
	增加正反面有不同图号时，附连板的处理方法
	20250712
	B4P1增客规赵强磊2025-06-17110006军品顾客质量要求评审表


备注：修改部分见蓝色字体。

以下协议仅适用正式订单，研发订单(也需要做凹蚀，其余项忽略此协议)，识别订单类型方法见销售内单模板。如为研发订单，预审指示必须明确指示出来。（所有订单禁止做阻焊塞孔，含研发订单）
FPC订单无需区分订单类型，均执行以下的客户要求。

公共部分：
订单类型

所有订单（包括新单/NP更改单）销售内单模板都需明确是正式订单还是研发订单，如果销售没有说明需与销售确认。（一般要求按照协议制作的都是正式订单，备注不按B4P1协议制作的都是研发订单）见最下面附件中的一（1）、（2）点。如不按B4P1协议制作的，预审指示必须明确指示出来，CAM即可不看以下所有内容。

过孔工艺:

①过孔原始孔径≥0.4mm有设计盖油或开小窗的提出与客户确认修改为开大窗处理；

②过孔原始孔径＜0.4mm有盘中孔设计：按照树脂塞孔制作；
③过孔原始孔径＜0.4mm无盘中孔两面盖油时，客户有要求阻焊塞孔，因采用阻焊塞孔存在藏锡珠的问题，EQ与客户沟通改为树脂塞孔；客户无要求时，采用绿色树脂塞孔；
④表贴焊盘的盘中孔若客户无要求时采用树脂塞孔,若客户有要求阻焊塞孔时,预审需提出与客户确认；

⑤BGA、QFP(四侧引脚扁平封装，扁平焊盘中心距≤1.27mm)等器件下的过孔要求阻焊覆盖并塞孔（塞孔方式选取参考第2.①条）。如这些器件下的过孔≥0.4mm，则提出与客户确认。
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⑥客户不同意过孔树脂塞孔采用绿油塞孔，过孔阻焊塞孔改为绿色树脂塞孔（原因：客户要求塞孔深度≥80%，塞孔饱满度≥60%(金相显微剖切图片累计塞孔凹陷深度+裂纹+气泡在板厚方向的长度≤40%)；绿油塞孔凹陷处不允许有锡珠；不接受阻焊塞孔气泡造成的孔壁漏铜）；
⑦双面开窗孔不塞孔，开窗孔补偿后钻刀孔径≥0.4mm且厚径比≤8：1，无法补偿时需评审（原因：客户不接受孔内油墨堵孔）。
3.孔径公差

≥0.5mm孔的公差执行+0.1/-0mm，金属化钻槽/铣槽公差执行+0.2/-0mm，非金属化钻槽/铣槽公差执行+0.15/-0mm（见最下面附件中的四点）；＜0.5mm孔径按±0.1mm公差。
4.归零问题点
1）所有订单销售一定要提供生产图纸，缺少时与销售确认。生产图纸中的孔径、外形尺寸及其他特殊要求都要进行核对。

2）孤立的安装孔(无焊盘)、焊盘与孔径等大或者焊盘比孔径小的情况都可以直接做成非金属孔，预审时需要明确指示孔属性，不清楚时需与顾客确认（金属孔不能制作负焊盘）。

5.关键件、重要件

当客户的关键件、重要件单独提供有专项技术质量协议时，如果与此协议内容有冲突时，提出与客户确认。

6.凹蚀

所有多层（大于2层）印制板所有孔需要做正凹蚀，凹蚀范围5~40um,优选13um。为满足做凹蚀更改叠层需与客户提出确认，如客户不同意更改叠层（叠层有涉及到7628化片），需提交工艺评审。见最下面附件中的第三点

7.序列号

1）当序列号格式与客规不一致时，需EQ客户确认是否按客规（周期YYWW+空格+三位序号）。
2）当系统客户型号和图纸图号不一致时，需EQ客户确认丝印图号的信息。
3）序列号里有周期时，不加周期；序列号没有周期时，默认在其他地方额外加周期（YYWW）。
4）附连板上须在同一面印“图号+周期+序列号”：
a、当序列号是按客规时，确认按图1格式印。
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b、当序列号不是按客规时，按图2格式印。
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C、存在正反面两个不同图号时，以下单的图号为准印附连板。

5）CAM注意：单元板和测试条中的周期需一并放到序列号层，序列号位置尽量加在单元板客户型号后面，如板内已有客户型号，则不需要重复添加；如没有客户型号则需要重新添加（客户型号以ERP系统为准，如不确定提出与销售确认），编号规则：客户型号空格周期（YYWW按生产开料日期四位数封周期（下划线内容在序列号图纸和印序列号工序增加备注））空格序号（001开始），序列号不允许重复。示例：De7.700.000 1701 001（表示图号为De7.700.000的印制板生产日期为2017年第一周投产、序号为001的印制板）。如序列号无法接在客户型号后面可另起一行加。并在序列号图纸中描述清楚：所加序列号字高和总长度（目的是避免同一批次生产所印序列号大小不一致）。客户允许断号，所以需将“印序列号”流程放在“字符”流程后，序列号图纸只需给出起始号，不给终止号。以上示例为常规的序列号情况，其他情况请参考最下面附件中的一（2）、（3）、（4）点。

8.测试条

所有订单都需加B4P1指定的测试条，测试条存放的路径（\\192.168.224.8\公共目录-部门间共享\工程部\05工程部\B4P1测试条），包括NOPE更改单。每PNL优先加3个B4P1指定测试条，空间不足至少加2个B4P1指定测试条（“8层板以下测试条”/“8层板及以上不含IST测试条”），其中一条需交给客户（至少一条自留制作切片）。当同时满足≥8层板和最小孔径≤0.3mm这两个条件时需要添加“含IST测试条“，该测试条需交给客户。另外测试条上也需增加序列号(具体做法见第7点)。（对应生产拼板中的数量,参考X015的做法）
9.标记：

制板说明中无要求时，不加FP标记，加周期标记。

10. 孔铜要求：
刚性板：最小孔铜≥25um，平均≥28um。

11.其它
所有订单都需提供交货单元板的光绘文件(包括字符，阻焊，外层线路，钻孔，外形)。

预审部分：
验收标准

默认都执行航天标准(刚性印制板：QJ201B-2012/QJ831B-2011；刚挠印制板：GJB7548A-2021+ QJ831B-2011)

2.翘曲度

如果顾客没有要求，刚性印制板当板内无贴装器件时翘曲度不大于0.75%，当板内有贴装器件时翘曲度不大于0.5%。刚挠印制当板内有贴装器件时翘曲度不大于0.75%，无法满足时请评审或与顾客沟通确认；因翘曲因素影响控制不到这上述要求值时，提出与客户确认。

3.表面工艺

如客户没有提供表面工艺，优先与客户确认做有铅喷锡，如说明了表面工艺，按客户要求制作。

4.板厚公差控制要求：

4.1、当顾客订单要求的板厚公差大于成品板厚的±10%时，工程应按成品板厚的±10%设计叠层并指示生产加工和检验，无需理会顾客订单的板厚公差要求，同时也无需在生产加工流程和产品上体现出来；

4.2、当顾客订单要求的板厚公差小于成品板厚的±10%时（前题是成品板厚大于等于1.0mm），工程应按顾客订单要求设计叠层并直接指示生产加工和检验（超能力的可以进行确认）；

4.3、当成品板厚小于1.0mm时且板厚公差小于±0.1mm时， 工程应与顾客确认按照±0.1mm控制；板厚公差在生产指示系统上的表现形式应为±0.1mm或与客户确认过的公差值；

5.铜厚 

如果客户没有特殊要求，内层1oz基铜，外层完成铜厚≥35um。如因间距/板厚等限制内层要用0.5oz需与客户提出确认（如客户指定内层0.5oz时，按客户要求无需确认）。

6.复投订单

1）内部做优化的，如有叠层、板材、线宽调整需提出与客户确认；

2）NOPE订单，过孔阻焊塞孔只允许改为绿色树脂塞孔；

3）NOPE更改单，过孔工艺前版本为树脂塞孔+Cap的，取消Cap或调整树脂颜色，都需要问客。
7.EQ确认

所有的确认问题都需发出书面的确认单，包括电话确认的内容,如留有客户邮箱则发客户自己确认，否则把电话沟通结果发给销售确认，并做好登记（路径：\\192.168.192.11\\工程订单信息\预审专用\待确认邮件\B4P1\B4P1确认登记表.xls），必须要求销售返回客户签字的确认单（可以是扫描件、照片等）。

8.阻焊厚度

外层完成铜厚≥70um，EQ与客户沟通：因外层铜厚厚导致基材上的阻焊厚度不满足GJB362C-2021标准小于100um的要求；
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9.测试

孔电阻测试报告；

10. 线圈板

开路电阻不适用2Ω设定，请与顾客确认并更改生产电阻值要求（具体参数请发工艺评审）。

CAM部分：
过孔树脂塞孔

按照《宇航级订单流程》设计。

所有的NOPE更改单
CAM都需替换字符打印文件。

附件1：B4P1技术质量协议刚性印制板问题沟通记录（FPC可参考）
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白油块

当文件中有白油块时，白油块与字符合拼在一起制作。
FPC要求：
1.过孔工艺

刚挠印制板树脂塞孔工艺必须采用“整板电镀”流程，禁止采用“镀孔”+“打磨”工艺。

2.孔铜

最小孔铜≥30um，平均≥35um。

3.验收等级

按QJ 831B以及GJB7548A-2021规定的项目进行100%检验。

QFP器件

板内存在节距小于等于0.65MM的QFP器件焊盘在预审指示中备注；

挠性基材介质厚度

不得低于0.05mm,无法满足时需与顾客确认；

5、覆盖膜

延伸入进刚性区单边应≥0.635mm，不暴露导体，不延伸到最近的导通孔。

MI备注

正式订单：

流程按《宇航级订单流程》编写，所有多层（大于2层）印制板所有孔需要做正凹蚀，凹蚀范围5~40um,优选13um；采用先树脂钻孔再钻孔，需分开走两次凹蚀；

过孔树脂塞孔

镀孔、CAP和功能测量工艺备注：铜包覆镀层厚度不低于12um，包覆距离不小于25um，盖覆电镀层厚度不低于12um，盖覆铜层与包覆铜不应分离。

树脂塞孔备注：导通孔凹陷≤76um，导通孔凸起≤50um； 

陶瓷磨板工艺备注：不允许手工打磨。

过孔绿油塞孔

阻焊塞孔、功能检查备注：塞孔深度≥80%，塞孔饱满度≥60%(金相显微剖切图片累计塞孔凹陷深度+裂纹+气泡在板厚方向的长度≤40%)；绿油塞孔凹陷处不允许有锡珠；

字符

备注： PCB板上(客户设计一条白油带)的白油条必须平整，无裂纹、空洞等缺陷。

电子测试参数要求：

测试电压250V；开路电阻2Ω；最小绝缘电阻100MΩ。

内包装

应按顺序与包装，并用气垫保护；板间应隔纸。

刚挠板：

刚挠结合处需加点胶, 采用耐高温稳定高的环氧树脂：点胶处边缘应整齐，点胶的胶于刚性材料的接触面积＞50%，高度不高于刚性板板面高度，水平距离为1.0-2.5mm。；

带工艺边的刚挠结合板流程调整：…外形1（铣板1→控深铣1） →钻孔（二钻） →外形（铣板） →电子测试 （阻抗测试→电子测试） →终检（功能检查→外观检查 ）…

说明：SET尺寸必须两边尺寸均需≥80mm才可以改为外形后再测试，SET尺寸不满足要求按原流程。

铣板、外观检查、功能检查、内包装备注：按编号顺序包装并周转。
10）当内层使用18um铜箔，型号备注：内层18um铜箔过程不允许返工。

11）板内存在BGA和节距小于等于0.65MM的QFP器件焊盘，外观检查备注：采用不低于30倍放大镜检测；
_1234567890.doc
[image: image6.jpg]| KRR




                                      深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司



200厂印制板“技术质量协议”问题落实沟通

一：8.15（第16页）

2）编号规则：印制板图号+投产周期（年-2位数字+周-2位数字）+序号（3位数字），如板内已有印制板图号，不需重复丝印。示例：De7.700.000 1701 001，表示图号为De7.700.000的印制板生产日期为2017年第一周投产、序号为001的印制板。

问题点：

（1） 之前印制板图号是按照快捷的十位生产编号来印的，但上述描述指的是客户印制板型号，请确认，后续我们的十位生产编号是否还需要添加？前期已投产交付印制板的编号是否需要按新协议要求全部更新过来？

确认回复：   

按新协议要求处理，前期已投产交付印制板的编号需要按新协议要求全部更新过来（此要求仅针对正式订单，研发订单无需理会，销售内单模板中会明确是正式还是研发订单）；

确认签名：  李宏梅      

针对正式订单和研发订单还有如下问题：请明确NOPE单的处理，由销售核实NOPE单是正式订单还是研发订单，如是正式订单需下NOPE更改，如是研发订单之前按正式订单制作的该如何处理？      

确认回复：NP单由销售下单前确认订单类型并在内单模板中备注编号制作要求！同时明确客户端的确认接口人！  

（2）如客户型号不是De7.700.000的格式，此种订单如何处理，如下图。
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是否需要按照上图所示的客户型号添加即可？如上则为：C1-100 1701 001？

确认回复：

若需按照新的技术质量协议执行编号规则的订单，销售在下单时的内单模板中会注明。

确认签名：李宏梅           

（3）如下图：客户型号为：De7.700.1018，设计文件中在顶层字符和底层字符分别都设计了包含客户型号的字符串，请确认是否还需要在顶底层再添加？如果实际设计文件中并没有添加印制板图号（即客户型号），那我们是否可以只添加一面且优先加顶层？如果顶层空间不足则加底层，不无需确认？如果顶底层空间都不足，是否可以另外寻找空白位置、转行添加或不添加？ 
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确认回复：

1、设计文件中顶层字符和底层字符分别都设计了包含客户型号的字符串按文件制作，无需另行添加客户型号，仅需在对应的一个客户型号后面或周边添加投产周期+序号；

2、对于原始文件中就没有设计客户型号的订单，仅需在印制板丝印层合适的空白处添加客户型号、投产周期以及序号即可，如长度空间不足的，允许转行添加；如果印制板本身确实没有空间（没有其它空间且也无法转行），则可以不添加，无需确认；

确认签名：乔书晓    

针对序列号需解决如下问题：

1. 技术协议里面8.15提到产品编号及规则；4.5.1提到“每块印制板在制板拼板中应包含三件检验和复验用附连测试板和一件互连应力（IST)测试板（印制板8层及以上，最小孔径小于等于0.3mm时需要）；4.5.3提到“附连测试板应编号，编号应与在制板保持对应”请核实测试条上的编号是否加Panel拼板数的范围？还是测试条要和每块印制板一一对应？

确认回复：测试条上的编号加Panel拼板数的范围

2. 技术协议里面8.15提到”印制板成品板进行唯一标识编号，做到可追溯，在证明文件中能够体现。”协议里面除了这一句要求外没有看到任何关于允许断号的描述，在开评审会的时候罗振忠 罗工说是允许断号，请核实是否真的允许断号？允许断号，序列号流程是否提到字符流程后面？工程备注序列号的是否只给起始号，而不给终止号？报废补投的板子编号如何做到顺延，请明确工序操作步骤及职责？如果测试条上加的是生产Panel的编号范围，又允许断号，那报废补投的板子测试条的序列号范围是否按补投Panel去印？

确认回复：允许印制板上的序列号断号！此要求涉及到序列号加工流程，需将“丝印流水号”流程设计在“字符”流程后！工程在制作序列号时仅需明确起始号即可；报废补投印制板的序列号问题由字符工序解决（目前字符工序对于序列号的控制方法是前版丝印完成后会记录最后一个已丝印的序列号，补投板过来后接前板的最后一个的序列号开始顺延；对应报废板的测试条序列号按补投Pn顺延丝印；

（4）如下图，设计文件中在顶底层线路层已添加了印制板图号（即客户型号），但顶底层印制板图号不一致，请确认如何处理？是否可以删除与实际印制板图号不一致的图号并在正确的图号后面直接添加投产周期和序号？如果已添加的两个印制板图号都与实际印制板图号都不一致，那又该如何处理？
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确认回复：

1、顶底层均已设计了印制板图号且双面图号信息一致， 同时也与设计文件名称一致的，仅需在其中一图号后面或周边按情况添加投产周期以及序号即可；如果顶底层设计的印制板图号不一致但其中一个图号与设计文件名称一致的，则在这个图号（即与设计文件名称一致的印制板图号）后面或周边按情况添加投产周期以及序号即可，对于不一致的图号不用理会，按实际文件制作；

2、如果顶底层所设计的印制板图号与设计文件名称三者都不一致的，请确认；

确认签名：乔书晓   

二：

2.2.3.1（第3页）导通孔内径为0.4mm及以上，要求金属化孔内及焊盘表面采用热风整平铅锡合金工艺。当设计要求超出本规定是，乙方提出后由甲方予以确认。

问题点：如果客户没有特殊要求，表面工艺是否默认为有铅喷锡？

确认回复：

1、销售在下单时的内单模板中会说明表面工艺。

2、当客户设计要求超出本规定时，我司工程预审工程师需向客户提出由客户予以确认。

确认签名：李宏梅         

三：凹蚀工艺

凹蚀工艺是针对宇航级产品，如若甲方需做该工艺，制上程周期需延长2-4天时间，请确认是否接受因凹蚀工艺带来的周期加长问题？

确认回复：

按协议要求制作凹蚀工艺，已投产订单全部锁风险警告并按新要求制作；

确认签名：乔书晓         

针对凹蚀工艺，有如下问题需要解决：

1. 定型产品（加工多批次的订单），我司是否可以直接更改叠层满足做凹蚀？（就目前工艺只能用凹蚀专用板材，所以叠层结构肯定必须更改，定型产品更改叠层后是否会有问题，如不能直接更改那每个订单都需要重新确认，是否有对应的接口人可以确认此问题？），特别是有阻抗要求的叠层结构很难去做调整，2116、3313半固化片是否可以做凹蚀？

确认回复：定型产品直接按新协议要求更改叠层满足凹蚀加工要求，同时与客户进行确认（无法满足的以客户确认回复为准），客户端的确认接口人以内单模板备注为准；2116、3113原则上不能做凹蚀，如果客户端坚持不同意更改，请发工艺评审，由工艺评审具体的制作方法!

2. 技术协议里面3.4提到“印制板生产禁止使用航天用印制板禁限用工艺”哪种表面工艺不能做凹蚀工艺？除了常规板材外如客户有要求高频板材（如RO4350B、R04003C、RT5880等）或高速板材（TU-872 SLK、N4000等）或特定板材等，这些都是不能做凹蚀工艺的，如何处理？

确认回复：1、我司没有航天禁限用工艺！2、特殊板板材不能做凹蚀工艺的一律与客户建议不做凹蚀！（不能做该工艺的主要原因是这类板材目前还没有经过可制作性、可靠性验证）3、凹蚀工艺没有表面工艺的限制；

四：2.2.5里面有规定圆形孔公差。但在处理实际生产加工文件时，我们发现部分印制板存在异性孔的设计，对于异性孔的公差问题在新协议中并没有明确！在前期订单的问题沟通中，苏工（苏艳玲）已同意“所有孔（包括金属化孔和非金属化孔）均需要按+0.1mm控制，非金属化铣槽和钻槽公差按+0.075mm控制（有特殊要求的除外）；金属化槽，公差按+0.2mm控制后，取刀不用再加+0.1mm（即公差取+/-0.1mm，取刀+0.1mm）”请与客户沟通确认，上述已同意的公差要求是否适用于所有B4P1的订单？

确认回复：适用于所有B4P1的订单；

确认签名：李宏梅  

注：

P6工艺张工（张勃）确认更新说明：

除特殊要求外，所有孔径均为成孔孔径，＜0.5MM的孔径允许+/-0.1MM公差；≥0.5MM的孔径应保持正公差（即孔公差需要按+0.1mm 控制；非金属槽的尺寸处理方式：（槽尺寸+0.075mm）-0/+0.075mm控制，工程按偏公差居中后就是（槽尺寸+0.1125mm）+/-0.0375mm；金属化槽，公差按+0.2mm控制后，取刀不用再加+0.1mm（即公差取+/-0.1mm，取刀+0.1mm）---公差要求适用于所有B4P1 的订单；

此条描述的不是很清楚，已重新和张勃当面沟通：前期与客户苏艳玲沟通的时候客户要求槽孔也要正公差，但不能偏太大，所以预审根据客户意思提出评审0/+0.075mm能否控制得到，工艺回复的评审说是可以，但实际加工控制不到此公差，后面工艺张勃以为客户就是要+0.075mm的槽公差，因为控制不到才会有如上的更新说明，意思是公差按0/+0.15mm控制，工程资料按公差中值偏上限去调整。已重新和张勃当面沟通：需与客户重新确认，当没有槽孔公差要求时：非金属化铣槽公差按0/+0.15mm控制，工程按公差中值直接调整槽大小即可，金属槽公差按0/+0.2mm控制。

确认回复：客户端的要求就是孔槽公差不能偏小，同时也没有明确的孔槽公差要求！我们在工程文件调整时，请按“槽孔公差：非金属化铣槽公差按0/+0.15mm控制，工程按公差中值直接调整槽大小，金属槽公差按0/+0.2mm控制”进行管制即可！

五：李帆/刘小凤反馈，客户有些板子要求不要按协议做，故都是正常处理。请与客户核实此份协议是否适合所有B4P1代码所下订单，当有要求不按协议做的情况如何处理？

确认回复：

B4P1客户若有不按协议做的订单，销售在下单时的内单模板中注明。

确认签名：李宏梅        

六： B013之前下过要求，同步执行B4P1代码的所有顾客特殊要求，请核实此条如何处理？

确认回复：

B013客户的订单： 1. BO13孔径公差管控标准按照B4P1客户的孔径公差管控标准执行。  

                  2. BO13过孔制作方式同步B4P1技术要求。

确认签名：李宏梅  

B013客户的订单是否只需要管控上面两条，是否不用理会B4P1其他条协议？

确认回复：B013仅需满足以上的两点要求，不用理会b4P1其它条款要求！

另外B5F7之前下过要求，同步执行B4P1代码的所有顾客特殊要求，请核实此条如何处理？

确认回复：B5F7仅需参照B4P1的序列号制作要求（含NP单），不用理会b4P1其它条款要求！上述“同步执行B4P1代码的所有顾客特殊要求”请删除！

七：在4.5.1 关于IST测试条是8层及以上，且有最小孔≤0.3mm才需要添加，但是在附件1的第6条关于附连条的排版中则包含了所有类型的测试条（这个要求是ABCDE这5种测试条要做成一个整体，而不是单个的）。

请确认D测试条是否是满足4.5.1的要求时才加？

确认回复：

按要求将ABCE5种测试条做成一个整体，当印制板满足层数（8层及以上）、最小孔径（且≤0.3MM）时制作D图形；如两个要求（层数、最小孔径）有一项不满足以及两项均不满足时，则不用制作D图形；

疑问：当不满足加IST测试条时，只加ABCE（都为一个整体），是否不用空出D图形的区域，ABCE全部连续起来？当满足加IST测试条时，加ABCDE（都为一个整体），两者区别在于尺寸长短不同。

确认回复：ABCDE做成一个整体测试条，当印制板满足层数（8层及以上）、最小孔径（且≤0.3MM）时制作D图形；如两个要求（层数、最小孔径）有一项不满足以及两项均不满足时，则不用制作D图形（即删除D处的图形，保留D处有效区域）；当然，如果工程有制作两种测试条（ABCDE和ABCE各一种）请根据印制板实际情况，严格按照协议要求添加对应的测试条；

确认签名：乔书晓   

注意：

    新协议针对是B4P1的正式订单（如定型、型号产品），同时包含已投产过的NP单及NP更改单，所以所有已下线投产过的订单必须锁风险警告，后续重制时需要按新协议及以上的确认回复逐一确认并修改文件以及生产指示；研发订单无需参照新协议执行；
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                                    确认时间：     2017  年  5  月 25 日
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答复: 关于B4P1树脂塞孔订单包覆铜事宜


			From


			zzh[郑志华]


			To


			QSX[乔书晓]; zb[张勃]; wangxd[王旭东]; lj[刘佳]; 刘文均; pjh[潘俊华]; ljl[连金亮]; nyd[农勇代]


			Cc


			xy[熊岩]; hpz[郝鹏召]; wxp[魏先跑]


			Recipients


			QSX?????@fp.com; zb????@fp.com; wangxd@fp.com; lj????@fp.com; lwjun@fp.com; pjh@fp.com; ljl@fp.com; nyd@fp.com; xy@fp.com; hpz@fp.com; wxp@fp.com





各位好：  





         通过现场生产跟进前期针对B4P1树脂塞孔订单包覆铜制定的临时规范，发现线路补偿以及基铜选择上有一定问题，现对前面的规则进行修改：





范围：以下内容只针对客户型号为B4P1的树脂塞孔订单。





1.          





两次板镀流程中，第一次板镀参数为10.5ASF*40min不变；第二次板镀参数更改为12ASF*60min；（TO：计划调度，B4P1树脂塞孔订单在湿区多给半个小时周期）





后续新单和在线未过树脂钻孔后沉铜的订单全部更改ERP备注，NOPE单设置风险警告并由工程更改；生产部湿区工序按新参数在第二次板镀时倒夹点进行生产。——（此项第一次板镀参数进行修改）





 





2.层压铜箔铜厚选择以及蚀刻补偿按下表数据进行设计，间距不足蚀刻能力的提出评审处理；——（此项与前面规则有更改，按此表进行设计）





 





B4P1包覆铜设计要求





客户表铜要求/um





层压基铜选择/OZ





包覆铜后表铜/um





外层线路补偿/mil





35.8





0.33





35





1.8





40.4





0.5





40





2.0





70





1





55





2.6





105





1.43





70





3.2





 





3.层压铜箔＞1OZ的订单，阻焊需要出1ST、2ST文件；——保持不变





后续新单和在线未过层压的订单全部更改ERP备注，NOPE单设置风险警告并由工程更改。





4.树脂磨板后需送实验室使用CMI700铜厚测量仪5点法测量面铜确认均匀性，切片COUPON金相显微镜测量包覆铜厚度并在流程卡备注；——保持不变





树脂磨板后由半检检验合格后，外发将板转移至实验室，由实验室确认包覆铜。异常情况需反馈到QA确认。





 





 





发件人: QSX[乔书晓] 
发送时间: 2017年6月19日 10:56
收件人: zzh[郑志华]; zb[张勃]; wangxd[王旭东]; lj[刘佳]; 刘文均; pjh[潘俊华]
抄送: xy[熊岩]; hpz[郝鹏召]; wxp[魏先跑]
主题: 答复: 关于B4P1树脂塞孔订单包覆铜事宜





 





那郑工就尽快组织进行优化调整。





对线宽的测量，应该还是要按上线宽加单边来测试的。





 





 





发件人: zzh[郑志华] 
发送时间: 2017年6月16日 16:53
收件人: zb[张勃]; wangxd[王旭东]; p6pub; lj[刘佳]; ljl[连金亮]; 刘文均; p6lab[p6物理实验室]; P6QA1; pjh[潘俊华]; YangWei[杨威]; 张功宁; 计划调度; LiangWQ[梁尉强]; ChenYD[程亚东]; SuoLL[索龙龙]
抄送: xy[熊岩]; hpz[郝鹏召]; QSX[乔书晓]; wxp[魏先跑]
主题: 答复: 关于B4P1树脂塞孔订单包覆铜事宜





 





各位好：





         之前制定关于满足B4P1树脂塞孔订单包覆铜要求≥12um,要求生产更改两次板镀参数进行满足要求，同时“蚀刻补偿在原补偿基础上再多补偿0.5mil，间距不足蚀刻能力的提出评审处理”，从实际生产上，按照这种两次板镀参数制作（10.5ASF*40min+12ASF*60min），蚀刻补偿0.5mil远远不够，已底铜0.33oz为例，正常无包覆铜设计的按照规范进行0.8mil补偿，而按照目前包覆铜板镀参数正常走流程下来，0.330Z底铜在经两次板镀生产（10.5ASF*40min+12ASF*60min），整板铜厚理论上已经达到了36um，已经是相当于层压铜箔1OZ铜厚，再按正常通孔制作流程，补偿按1OZ底铜线路补偿至少应为2mil，而在线板都只进补偿0.5mil，做出来必定线细报废或者有线红问题。





    同时，据QA反馈，B4P1订单线宽测量只测量线顶，与我们现在上下线宽平均值的测量方式不一样，所以基本上有包覆铜设计的B4P1订单到了终检都会因为线宽问题导致报废，实验室反馈按目前做法B4P1包覆铜厚度约20um，因此板镀参数有较大的调整空间，以上板镀参数调整和蚀刻线宽补偿值请工程和工艺再次进行商量制定。





 





生产型号





底铜厚度/OZ





是否包覆铜设计





线路补偿值





CB4P100PA0





0.33





是





1.5 





AB4P101AA0





0.33





是





1.3 





8B4P101BB2





0.5





否





1.2 





AB4P1018A3





0.33





否





1.0 





8B4P100WD4





0.33





是





1.3 





CB4P100JC0





0.5





是





1.6 





 





发件人: zb[张勃] 
发送时间: 2017年6月2日 11:58
收件人: wangxd[王旭东]; p6pub; lj[刘佳]; ljl[连金亮]; zzh[郑志华]; 刘文均; p6lab[p6物理实验室]; P6QA1; pjh[潘俊华]; YangWei[杨威]; 张功宁; 计划调度; LiangWQ[梁尉强]
抄送: xy[熊岩]; hpz[郝鹏召]; QSX[乔书晓]; wxp[魏先跑]
主题: 关于B4P1树脂塞孔订单包覆铜事宜





 





邮件转罗振忠





各位好，





200厂B4P1树脂塞孔订单包覆铜要求≥12um，实际成品切片显示包覆铜在8um左右，达不到客户要求。





现在重新制定相关措施，从工程设计、生产控制、品质把关三个方面进行改善，确保满足客户包覆铜要求。





范围：以下内容只针对客户型号为B4P1的树脂塞孔订单。





2.          





两次板镀流程中，第一次板镀参数为12ASF*30min不变；第二次板镀参数更改为12ASF*60min；（TO：计划调度，B4P1树脂塞孔订单在湿区多给半个小时周期）





后续新单和在线未过树脂钻孔后沉铜的订单全部更改ERP备注，NOPE单设置风险警告并由工程更改；生产部湿区工序按新参数在第二次板镀时倒夹点进行生产。





3.          





蚀刻补偿在原补偿基础上再多补偿0.5mil，间距不足蚀刻能力的提出评审处理；





后续新单和在线未过外层干膜的订单全部更改ERP备注，NOPE单设置风险警告并由工程更改。





4.          





层压铜箔＞1OZ的订单，阻焊需要出1ST、2ST文件；





后续新单和在线未过层压的订单全部更改ERP备注，NOPE单设置风险警告并由工程更改。





5.          





树脂磨板后需送实验室使用CMI700铜厚测量仪5点法测量面铜确认均匀性，切片COUPON金相显微镜测量包覆铜厚度并在流程卡备注；





树脂磨板后由半检检验合格后，外发将板转移至实验室，由实验室确认包覆铜。异常情况需反馈到QA确认。





以上要求从今天开始执行，请工程部和品质部做好宣导、执行。





 





以身作则，一次做对！





P6制程工艺：张勃





电话：020-32213381





手机：18620489251





 











